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关于华润微电子有限公司 

首次公开发行股票并在科创板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复 

天职业字[2019]36666号 

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 

上海证券交易所于 2019 年 11 月 7 日转发的《发行注册环节反馈意见落实函》

（以下简称“意见落实函”）已收悉。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“我们”或“申报会计师”）作为华润微电子有限公司（以下简称“发

行人”或“公司”或“华润微电子”）的申报会计师，对意见落实函所列问题中

涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 

如无特别说明，本答复使用的简称与《华润微电子有限公司首次公开发行股

票并在科创板上市招股说明书（注册稿）》中的释义相同。 

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均

为四舍五入所致。 
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问题 6 

请发行人：（1）补充披露经审阅的 2019 年第三季度主要财务信息以及 2019

年 1-9 月主要财务信息，若该季度的主要会计报表项目与上年同期相比发生较大

变化的，应披露变化情况、变化原因以及由此可能产生的影响；（2）在重大事

项提示中补充披露 2019 年第四季度以及 2019 年 1-12 月业绩预告信息，主要包

括营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同比变化趋势及原因等。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 

答复： 

一、请发行人补充披露并说明： 

（一）补充披露经审阅的 2019 年第三季度主要财务信息以及 2019 年 1-9 月

主要财务信息，若该季度的主要会计报表项目与上年同期相比发生较大变化的，

应披露变化情况、变化原因以及由此可能产生的影响。 

以下楷体加粗内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”

之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”之“（三）审计截

止日后的主要财务信息”中进行了补充披露。 

1、资产负债表主要会计报表项目变动情况 

单位：万元 

资产 
2019 年 9 月 30 日

（经审阅）① 

2018 年 12 月 31 日

② 

变动情况 

金额③=①-② 变动率 

流动资产： - -   

货币资金  222,890.02   153,764.17    69,125.85  44.96% 

应收票据  61,393.78   50,685.14    10,708.64  21.13% 

应收账款  75,861.95   60,161.22    15,700.73  26.10% 

其他应收款  1,079.13   118,362.71   -117,283.58  -99.09% 

存货  108,029.20   118,125.48   -10,096.29  -8.55% 

流动资产合计  480,675.91   510,631.41   -29,955.50  -5.87% 

非流动资产：  
 

  

固定资产  361,899.36   389,840.45   -27,941.09  -7.17% 

在建工程  60,946.36   35,070.96    25,875.40  73.78% 
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资产 
2019 年 9 月 30 日

（经审阅）① 

2018 年 12 月 31 日

② 

变动情况 

金额③=①-② 变动率 

无形资产  27,560.57   29,396.02    -1,835.45  -6.24% 

其他非流动资产  36,021.93   27,692.65     8,329.28  30.08% 

非流动资产合计  500,159.16   488,573.93    11,585.23  2.37% 

资产总计  980,835.07   999,205.34   -18,370.28  -1.84% 

（续） 

负债及所有者权益 
2019 年 9 月 30 日

（经审阅）① 

2018 年 12 月 31 日

② 

变动情况 

金额③=①-② 变动率 

流动负债：     

应付账款  69,195.24   71,557.48   -2,362.24  -3.30% 

预收款项  10,742.63   11,638.32   -895.69  -7.70% 

应付职工薪酬  20,745.01   44,271.42   -23,526.41  -53.14% 

其他应付款  58,851.77   65,132.54   -6,280.77  -9.64% 

一年内到期的非流

动负债 
 -     245,077.41   -245,077.41  -100.00% 

其他流动负债  13,496.12   13,496.12   -    0.00% 

流动负债合计  184,814.00   465,386.53   -280,572.53  -60.29% 

非流动负债：  -     -     -     

长期借款  149,846.90   -     149,846.90   

递延收益  16,216.65   24,510.39   -8,293.74  -33.84% 

非流动负债合计  172,738.24   31,839.14   140,899.10  442.53% 

负债合计  357,552.24   497,225.67   -139,673.43  -28.09% 

所有者权益：     

资本公积      545,562.46      602,081.88      -56,519.42  -9.39% 

未分配利润     -135,770.63     -304,920.22      169,149.59  -55.47% 

归属于母公司股东

权益合计 
     529,258.61      414,818.33      114,440.28  27.59% 

所有者权益合计      623,282.83      501,979.67      121,303.16  24.16% 

负债和所有者权益

总计 
     980,835.07      999,205.34      -18,370.28  -1.84% 

 

（1）流动资产 

截至 2019 年 9 月 30 日，流动资产较 2018年末减少 29,955.50 万元，降幅



8-2-4 

 

为 5.87%，未发生重大变化。其中公司货币资金余额较 2018 年末增加 69,125.85

万元，增幅为 44.96%；其他应收款较 2018 年末减少 117,283.58 万元，降幅为

99.09%。主要原因系 2019 年 3 月公司与华润股份、华润集团解除资金集中管理

的安排，并收回所有资金自主管理所致。货币资金变动与其他应收款变动差额

系公司偿还华润集团借款及正常生产经营活动所致。 

（2）非流动资产 

截至 2019 年 9 月 30 日，非流动资产较 2018 年末增加 11,585.23 万元，增

幅为 2.37%，未发生重大变化。其中，在建工程较 2018 年末增加 25,875.40 万

元，增幅为 73.78%，主要系 2019 年新增封装生产前道设备（即面板级项目生产

设备）15,024.12 万元、8 英寸晶圆生产线产能扩充项目（三期）7,157.35 万元

所致。其他非流动资产较 2018 年末增加 8,329.28 万元，增幅为 30.08%。其他

非流动资产主要为预付固定资产款，主要系无锡华润上华 8 英寸生产线产能扩

充及各种动力配套设备预付款增加、重庆华微 8 英寸生产线产能扩充及外延工

艺设备增加所致。 

（3）流动负债 

截至 2019 年 9 月 30 日，流动负债较 2018 年末减少 280,572.53 万元，降

幅为 60.29%。其中，一年内到期的非流动负债较 2018 年末减少 245,077.41 万

元，降幅为 100%，主要系公司归还华润集团借款所致。应付职工薪酬较 2018 年

末减少 23,526.41 万元，降幅为 53.14%，主要原因系 2018 年末应付职工薪酬中

包含了 2018 年全年奖金所致。 

（4）非流动负债 

截至 2019年 9月 30日，非流动负债较 2018 年末在增加 140,899.10 万元，

增幅为 442.53%。其中，长期借款较 2018 年末增加 149,846.90 万元，主要系

2019 年 3月，发行人向 DBS Bank Ltd., Hong Kong Branch 和 China Development 

Bank Hong Kong Branch 借款 16 亿港元用以置换发行人向华润集团的借款。递

延收益较 2018 年末减少 8,293.74 万元，降幅为 33.84%，系部分政府补助项目

如“与 CMOS 兼容的 MEMS 成套模块工艺与制造平台”项目、“人工智能技术创新”

项目转入其他收益所致。 
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2、利润表主要会计报表项目变动情况 

（1）2019年 1-9 月利润表主要会计报表项目情况 

公司财务报告审计截止日后经天职国际审阅（未经审计）的利润表主要财务

信息情况如下： 

单位：万元 

项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动率 

营业收入 413,191.49 489,343.00 -15.56% 

营业利润  33,439.75  55,508.62 -39.76% 

利润总额  34,619.68  55,829.87 -37.99% 

净利润  35,460.95  54,183.10 -34.55% 

归属于母公司所有者

的净利润 
 26,970.71  45,121.31 -40.23% 

扣除非经常性损益后

的归属于母公司所有

者的净利润 

13,183.12 40,547.37 -67.49% 

 

2019 年 1-9 月，公司实现营业收入 413,191.49 万元，较 2018 年 1-9 月同比

下降 15.56%；2019 年 1-9 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 26,970.71

万元，较 2018 年 1-9 月同比下降 40.23%；2019 年 1-9 月，公司实现扣除非经常

性损益后的归属于母公司所有者的净利润 13,183.12 万元，较 2018 年 1-9 月同比

下降 67.49%。下降原因主要系半导体行业周期性波动的影响。2018 年第四季度

以来，全球半导体行业进入下行周期，根据 WSTS 预测，2019 年全球半导体行业

销售额将同比下滑 13.3%。公司经营业绩与行业情况相一致。 

2019 年 1-9 月，同行业可比公司利润表主要科目与上年同期相比的变动情

况如下： 

单位：万元 

公司名称 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动率 

士兰微（600460） 
营业收入 222,376.84 221,216.53 0.52% 

净利润 -4,290.31 7,965.81 -153.86% 

华微电子（600360） 
营业收入 121,005.78 125,176.87 -3.33% 

净利润 5,176.86 7,931.27 -34.73% 

扬杰科技（300373） 营业收入 141,009.57 136,906.95 3.00% 
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公司名称 项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动率 

净利润 14,659.16 23,722.26 -38.21% 

华虹半导体（01347） 
营业收入 未披露 491,666.05 - 

净利润 未披露 92,310.61 - 

本公司 
营业收入 413,191.49 489,343.00 -15.56% 

净利润  35,460.95  54,183.10 -34.55% 

 

由上表可知，2019年 1-9月，同行业可比公司营业收入同比变动幅度在-3.33%

至 3.00%之间，净利润同比变动幅度在-153.86%至-34.73%之间，经营业绩呈现

一定程度的下滑，公司与同行业可比公司整体变动趋势一致。 

公司以 IDM 模式经营的产品与方案板块业务略有小幅下滑，晶圆制造业务

受到行业波动影响更大。公司未来将继续在各个环节保持一定的竞争性与技术

先进性，以更好的发挥 IDM 模式的优势，抵抗行业周期性波动的风险。 

（2）2019年 7-9 月利润表主要会计报表项目情况 

单位：万元 

项目 

2019 年第三季度

（7-9 月） 

① 

2018 年第三季度

（7-9 月） 

② 

变动情况 

金额③=①-② 变动率 

营业收入   149,189.09    171,507.51   -22,318.42  -13.01% 

营业利润    13,790.07     19,707.54   -5,917.47  -30.03% 

利润总额    13,986.30     20,003.07   -6,016.78  -30.08% 

净利润    14,172.41     18,841.85   -4,669.44  -24.78% 

归属于母公司所有者

的净利润 
   10,535.77     14,581.04   -4,045.27  -27.74% 

注 1：2018 年第三季度（7-9 月）数据未经审计或审阅。 

 

2019 年 7-9 月，营业收入同比减少 22,318.42 万元，降幅为 13.01%。营业

成本同比减少 13,777.45万元，降幅为 11.01%。净利润同比减少 4,669.44万元，

降幅为 24.78%。归属于母公司所有者的净利润同比减少 4,045.27 万元，降幅为

27.74%。 

公司 2019 年第 3 季度经营业绩同比下滑 13.31%，较第 2 季度同比下滑幅度

收窄，从 2019 年三季度开始，半导体行业的景气度有所回升。根据 WSTS 最新
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数据，2019 年 7 月全球半导体行业销售额首次出现月环比上升，2019 年 8 月全

球半导体销售额环比继续上升 2.5%，实现连续第二个月环比上升，行业呈现整

体回稳趋势。 

 

3、现金流量表主要会计报表项目变动情况 

（1）2019年 1-9 月现金流量表主要会计报表项目情况 

公司财务报告审计截止日后经天职国际审阅（未经审计）的现金流量表主要

财务信息情况如下： 

单位：万元 

项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 变动率 

经营活动产生的现金

流量净额 
23,647.87 111,525.67 -78.80% 

投资活动产生的现金

流量净额 
60,901.25 -42,987.07 - 

筹资活动产生的现金

流量净额 
-18,121.99 -25,088.55 - 

2019 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 23,647.87 万元，较 2018

年 1-9 月同比下降 78.80%，主要系行业景气度下滑，客户需求下降。 

（2）2019年 7-9 月现金流量表主要会计报表项目情况 

单位：万元 

项目 

2019 年第三季度

（7-9 月） 

① 

2018 年第三季度

（7-9 月） 

② 

变动情况 

金额③=①-② 变动率 

经营活动产生的现金

流量净额 
 16,060.77   48,765.76   -32,704.99  -67.07% 

投资活动产生的现金

流量净额 
 -29,703.48   -32,400.65   2,697.17  -8.32% 

筹资活动产生的现金

流量净额 
 2,027.74   7,322.07   -5,294.33  -72.31% 

注：2018 年第三季度（7-9 月）数据未经审计或审阅。 

 

（1）经营活动产生的现金流量 

2019 年 7-9 月，经营活动产生的现金流净额同比减少 32,704.99 万元，降

幅为 67.07%。其中销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 39,199.60 万元，
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主要系 2019 年第 3 季度较 2018 年同期行业景气度有所下滑，客户需求下降所

致。 

 

（2）投资活动产生的现金流量 

2019 年 7-9 月，投资活动产生的现金流净额同比增加 2,697.17 万元，未发

生重大变动。 

 

（3）筹资活动产生的现金流量 

2019 年 7-9 月，筹资活动产生的现金流净额同比减少 5,294.33 万元，降幅

为 72.31%。其中，筹资活动产生的现金流入同比下降 606.01万元，降幅为 8.12%，

未发生重大变化。筹资活动产生的现金流出同比增加 4,688.32 万元，增幅为

3,291.66%。主要系 2019 年 4 月重庆华微以回购方式购买其股东上海芯亿的出

资所致，公司于 2019年 7 月支付上述款项。 

4、2019 年 1-9 月以及第 3 季度主要会计科目变动可能产生的影响 

综上所述，由于主要受到行业周期性波动因素的影响，公司 2019 年 1-9 月

以及 3 季度的营业收入及净利润等与去年同期相比出现不同程度的下滑，受此

影响，预计公司 2019年度营业收入及净利润将较 2018年度也将同比下滑。 

除此之外，公司总体的生产经营情况，以及截至 2019 年 9 月 30 日的资产

负债情况未发生其他重大不利变化，预计随着半导体行业周期的回暖，发行人

的经营业绩也将总体呈现稳中回升的态势。 

（二）在重大事项提示中补充披露 2019 年第四季度以及 2019 年 1-12 月业

绩预告信息，主要包括营业收入、扣除非经常损益前后净利润的预计情况、同

比变化趋势及原因等。 

以下楷体加粗内容已在招股说明书“重大事项提示”之“七、2019 年度业

绩预计情况”及“第八节  财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审

计截止日后主要财务信息及经营情况”之“（五）2019 年度业绩预计情况”中
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进行了补充披露。 

经初步测算，公司 2019年第 4季度营业收入预计为 153,000万元至 169,000

万元，同比增加 11.08%至 22.70%。主营业务收入预计为 153,000 万元至 169,000

万元，同比增加 11.35%至 23.00%。 

公司未经审计或审阅的 2019 年度主要经营业绩及同比变动情况如下： 

单位：万元 

项目 2019 年度（预计） 2018 年度 变动率 

营业收入 565,000~580,000 627,079.65  -9.90%~-7.51% 

主营业务收入 565,000~580,000 625,539.55 -9.68%~-7.28% 

净利润 45,000~48,000 53,756.21  -16.29%~-10.71% 

归属于母公司所有者

的净利润 
35,000~38,000 42,944.13  -18.50%~-11.51% 

扣除非经常性损益后

的归属于母公司所有

者的净利润 

18,000~20,000 32,218.94 -44.13%~-37.92% 

注 1：2019 年度财务数据仅为公司初步预计数据，不构成盈利预测。 

 

2019 年度，公司营业收入预计为 565,000 万元至 580,000 万元，同比下降

9.90%至 7.51%。净利润预计为 45,000 万元至 48,000万元，同比下降 16.29%至

10.71%；归属于母公司所有者的净利润预计为 35,000 万元至 38,000 万元，同

比下降 18.50%至 11.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预

计为 18,000 万元至 20,000 万元，同比下降 44.13%至 37.92%。 

2019 年第 4 季度业绩同比及环比均实现了增长，主要系 2018 年第 4 季度全

球半导体行业进入了下行周期，而从 2019 年三季度开始，半导体行业的景气度

有所回升。根据 WSTS最新数据，2019 年 7月全球半导体行业销售额首次出现月

环比上升，2019 年 8月全球半导体销售额环比继续上升 2.5%，实现连续第二个

月环比上升，行业呈现整体回稳趋势。 

二、请保荐机构和申报会计师发表核查意见 

（一）核查程序 

申报会计师主要履行了以下核查程序： 
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1、查阅了发行人出具的 2018 年第 3 季度及 1-9 月、2019 年第 3 季度及 1-9

月的财务报表； 

2、执行了 2019 年 1-9 月财务报表审阅程序，并出具了审阅报告； 

3、与发行人相关人员进行访谈确认，了解主要会计报表科目变动的原因； 

4、取得发行人对 2019 年 10-12 月及 2019 年度的业绩预计情况，并分析其

业绩变动产生的影响。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

1、由于主要受到行业周期性波动因素的影响，公司 2019 年 1-9 月以及 3 季

度的营业收入及净利润等与去年同期相比出现不同程度的下滑，受此影响，预计

公司 2019 年度营业收入及净利润将较 2018 年度也将同比下滑。除此之外，公司

总体的生产经营情况，以及截至 2019 年 9 月 30 日的资产负债情况未发生其他重

大不利变化，预计随着半导体行业周期的回暖，发行人的经营业绩也将总体呈现

稳中回升的态势。 

2、由于受到行业周期性波动的影响，公司 2019 年 1-9 月，以及预计 2019

年全年营业收入及经营业绩将出现不同程度的下滑，发行人已在招股说明书中进

行了充分披露，并重点提示相关风险。 

 

问题 7 

发行人招股说明书披露，2016-2018 年度，发行人营业收入的复合增长率为

19.42%，公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 264,002.40 万元，同比下降 16.86%，

2019 年 1-9 月，经天职国际审阅但未经审计的公司营业收入为 413,191.49 万元，

同比下降 15.56%。请发行人结合公司 2019 年全年业绩预计情况说明公司是否

符合《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十三条“营业收入

快速增长”条件。请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见。 

答复： 
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一、请发行人结合公司 2019 年全年业绩预计情况说明公司是否符合《上海

证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十三条“营业收入快速增长”

条件 

（一）发行人为技术与规模领先的半导体企业 

发行人是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化

经营能力的半导体企业。根据中国半导体协会统计的数据，以销售额计，公司在

2018 年中国半导体企业中排名第十，亦是中国规模最大的功率器件企业。在功

率器件领域，公司多项产品的性能及工艺居于国内领先地位。其中，MOSFET

是公司最主要的产品之一，公司是国内营业收入最大、产品系列最全的 MOSFET

厂商，是目前国内少数能够提供 -100V 至 1500V 范围内低、中、高压全系列

MOSFET产品的企业。根据 IHS Markit的统计，以销售额计，公司在中国MOSFET

市场中排名第三，仅次于英飞凌与安森美两家国际企业，是中国最大的 MOSFET

厂商。 

公司在主要的业务领域均掌握了一系列具有自主知识产权、技术水平领先的

核心技术，如 MOSFET、IGBT、FRD 等产品的设计及制备技术及 MEMS 工艺

技术、功率封装技术等国内领先的技术以及沟槽型 SBD 设计及工艺技术、光电

耦合和传感系列芯片设计和制造技术及 BCD 工艺技术等国际领先的技术，上述

核心技术已广泛应用于公司产品的批量生产中。截至 2019 年 6 月 30 日，公司境

内专利申请共计 2,428 项，境外专利申请共计 282 项；公司已获得授权的专利共

计 1,325 项，包括境内专利共计 1,173 项，境外专利共计 152 项。 

受益于领先的行业地位以及先进的技术水平，公司 2016 年、2017 年及 2018

年分别实现营业收入 439,676.33 万元、587,558.97 万元、627,079.65 万元，年均

复合增长率为 19.42%，高于国内可比公司同期的增长情况。其中，A 股上市的

主要可比公司士兰微、华微电子、扬杰科技 2016 年至 2018 年的 CAGR 分别为

12.88%、10.64%及 24.75%，仅有营业收入规模较小的扬杰科技高于公司；香港

上市的华虹半导体同期的 CAGR 为 12.95%。 
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报告期内，同行业境内可比公司的营业收入及复合增长情况如下： 

注：先进半导体于 2019 年 1 月 25 日从香港联交所退市，故 2018 年度报告未取得，2018

年第四季度收入未披露。 

 

公司的整体收入规模大幅高于大部分境内可比公司，与华虹半导体的收入规

模基本相当。在收入规模领先的情况下，发行人 2016 年-2018 年的增长率高于可

比公司的平均水平。2019 年 1-9 月，受半导体行业周期波动影响，境内可比公司

的营业收入增速同比远低于 2016 年-2018 年的增长率。发行人在产品领域、下游

应用和客户结构、产业链模式等方面与可比公司有所不同，导致公司受到行业周

期性因素的具体影响程度与可比公司存在一定差异。 

报告期内，同行业主要的国际领先公司营业收入及复合增长情况如下： 

注：英飞凌财报年度为前年 10 月 1 日至当年 9 月 30 日，例如其 2018 财报年度为 2017

年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日，除英飞凌外，其余可比公司的财报年度即为自然年度。 

 

代码 公司名称 
营业收入（亿元） 复合增长

率 

营业收入（亿元） 

2016 2017 2018 2019 年 1-9 月 同比 

600460.SH 士兰微 23.75 27.42 30.26 12.88% 22.24 0.54% 

600360.SH 华微电子 13.96 16.35 17.09 10.64% 12.10 -3.35% 

300373.SZ 扬杰科技 11.90 14.70 18.52 24.75% 14.10 2.99% 

1347.HK 华虹半导体 50.05 52.81 63.85 12.95% 48.79 4.12% 

3355.HK 先进半导体 7.96 10.13 - - - - 

整体均值 15.31% - - 

整体中值 12.92% - - 

代码 公司名称 
营业收入（亿元当地货币） 复合增

长率 

营业收入（亿元当地货币） 

2016 2017 2018 2019 年 1-9 月 同比 

OKED.L 
英飞凌 

（亿欧元） 
64.73 70.63 75.99 8.35% - - 

ON.O 
安森美 

（亿美元） 
39.07 55.43 58.78 22.66% 41.16 -5.92% 

TXN.O 
德州仪器 

（亿美元） 
133.70 149.61 157.84 8.65% 110.33 -8.57% 

STM.N 
意法半导体 

（亿美元） 
69.73 83.47 96.64 17.72% 68.02 -3.05% 

整体均值 14.35% - - 

整体中值 13.19% - - 
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国际同行业主要公司为半导体领域的知名龙头公司。2016 年-2018 年，发行

人的增长率高于国际同行业主要公司的平均水平。2019 年 1-9 月，受半导体行业

周期波动影响，境外可比公司的营业收入同比均出现了下滑。 

综上，发行人满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十

三条“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相

对优势地位的尚未在境外上市红筹企业”的条件。 

（二）发行人 2019 年度营业收入情况 

1、行业周期波动情况 

半导体行业具有较强的周期性特征，通常以 3-4 年为一个行业周期。景气周

期与宏观经济、下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。如果宏观经济

波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场

的波动和低迷亦会导致对半导体产品的需求下降。近年来，受到半导体行业下游

市场技术迭代的加速，半导体行业的周期性预计会呈现出缩短的趋势。 

自 2016 年起，随着智能手机、平板电脑为代表的新兴消费电子市场的快速

发展，以及汽车电子、工业控制、物联网等科技产业的兴起，强力带动了整个半

导体行业规模迅速增长。根据全球半导体贸易统计组织，全球半导体行业 2018

年市场规模达到 4,688 亿美元，较 2016 年增长约 38%。但是，自 2018 年第四季

度以来，全球半导体行业进入新一轮下行周期。在景气周期叠加贸易摩擦的影响

下，根据 WSTS 预测，2019 年世界半导体预计市场规模为 4,068 亿美元，相较

2018 年下滑 13.3%，相较 2017 年下滑 1.4%。 

预计随着物联网、5G 通信、人工智能等新兴科技产业的发展及下游制造行

业产业升级进程的加快，半导体行业有望在 2020 年实现复苏并迎来下一轮快速

发展。根据 WSTS 最新数据，2019 年 7 月全球半导体行业销售额首次出现月环

比上升，2019 年 8 月全球半导体销售额环比继续上升 2.5%，实现连续第二个月

环比上升，行业呈现整体回稳趋势。 

2、发行人 2019 年度营业收入总体情况 

受到行业周期波动因素的影响，且公司选择在周期底部进行了比往年更大规
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模、时间更长的产线年度检修，使得发行人 2019 年 1-6 月，以及 2019 年 1-9 月

营业收入同比出现下滑；其中 2019 年 1-6 月同比下滑 16.86%，2019 年 1-9 月同

比下滑 15.56%。 

随着行业自周期底部逐渐回稳，发行人营业收入也呈现稳中有升的态势；根

据发行人对 2019 年第 4 季度营业收入的测算，发行人预计 2019 年全年营业收入

为 565,000 万元至 580,000 万元，同比下降 9.68%至 7.28%。 

根据上述预计业绩测算，公司 2016 年至 2019 年（预计）营业收入年均复合

增长率为 8.72%至 9.67%。根据 WSTS 数据，2016 年度至 2019 年度，全球半导

体行业销售额的复合增长率预计为 6.26%。公司在维持现有业务规模、行业竞争

地位和技术优势的情况下，营业收入增长速度高于全球半导体行业的总体增长率。 

3、发行人营业收入逐季呈现增长态势 

2018 年及 2019 年发行人主营业务收入按季度情况如下： 

单位：万元 

项目 
2019 年度 2018 年度 

金额 同比变动 环比变动 金额 同比 环比 

一季度 118,083.90 -19.59% -14.06% 146,851.24 12.55% -0.19% 

二季度 144,594.66 -14.97% 22.45% 170,043.42 10.42% 15.79% 

三季度 148,456.90 -13.31% 2.67% 171,242.32 11.00% 0.71% 

四季度（预计） 153,000~169,000 11.35%~23.00% 3.06%~13.84% 137,402.57 -6.61% -19.76% 

合计 565,000~580,000 -9.68%~-7.28% - 625,539.55 6.77% - 

可以看出，2019 年以来，随着行业周期性波动趋势的变化，公司营业收入

呈现逐季稳步增长的态势。 

2019 年第 1 季度实现营业收入 118,083.90 万元，同比下降 19.59%，环比下

降 14.06%。主要原因系半导体行业景气度下滑，且公司选择在周期底部进行了

比往年更大规模、时间更长（15 天左右）的产线年度检修。 

2019年第 2季度实现营业收入 144,594.66万元，同比下降幅度收窄至 14.97%，

环比开始上升 22.45%。2019 年第 3 季度实现营业收入 148,456.90 万元，同比下

降幅度继续收窄至 13.31%，环比继续上升 2.67%。公司预计 2019 年第 4 季度营
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业收入将较上年同期增长 11.35%~23.00%，环比继续维持增长态势，预计增长率

为 3.06%~13.84%。 

4、发行人产能利用率水平稳步提升 

报告期内，发行人主要产品产线产能利用率情况如下： 

项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

产能利用

率 

6 英寸晶圆生产线 76.52% 100.32% 94.21% 92.30% 

8 英寸晶圆生产线 78.92% 102.32% 102.85% 94.63% 

封装产线 79.79% 82.42% 79.57% 81.59% 

 

受到行业周期性波动的不利因素影响，发行人 2019 年上半年产能利用率有

所下降。2019 年下半年以来，6 英寸晶圆生产线 2019 年第 3 季度、第 4 季度（预

计）产能利用率分别为 78.90%、82.00%（预计）；8 英寸晶圆生产线 2019 年第 3

季度、第 4 季度（预计）产能利用率分别为 87.33%、94.50%（预计）；封装产线

2019 年第 3 季度、第 4 季度（预计）产能利用率分别为 96.00%、96.00%（预计）。

公司产能利用率水平逐步恢复。 

公司将持续加大研发投入，进一步聚焦于功率半导体及智能传感器等广泛

应用于新经济领域的半导体产品，并进一步提升晶圆制造的技术水平，优化产

品结构和客户结构，保持产能利用率维持在较高水平的同时，提升持续收入规

模和盈利能力。 

二、请保荐机构、发行人律师、申报会计师核查并发表明确意见 

（一）核查程序 

申报会计师主要履行了以下核查程序： 

1、查阅了发行人出具的 2016 年度至 2018 年度、2019 年 1-6 月、2019 年 1-9

月的财务报表； 

2、执行了 2016 年度至 2019 年 1-6 月财务报表审计程序，并出具了审计报

告； 

3、执行了 2019 年 1-9 月财务报表审阅程序，并出具了审阅报告； 
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4、取得了发行人对 2019 年第 4 季度和 2019 年度的业绩预计情况，并分析

其业绩变动的具体影响因素； 

5、与发行人相关人员进行访谈沟通确认，了解业绩波动的原因； 

6、取得了发行人 2019 年第 3 季度和第 4 季度的产能利用率数据； 

7、查阅了行业数据、同行业可比公司的数据及行业研究报告。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

受益于领先的行业地位以及先进的技术水平，公司 2016 年、2017 年及 2018

年分别实现营业收入 439,676.33 万元、587,558.97 万元、627,079.65 万元，年均

复合增长率为 19.42%。由于受到行业周期性波动的影响，发行人 2019 年营业收

入预计出现一定的下滑，2016 年至 2019 年（预计）营业收入年均复合增长率为

8.72%至 9.67%。发行人作为具有较大营业规模的全产业链一体化经营能力的半

导体企业，总体上保持了较快增长速度，也高于全球半导体行业销售规模的平均

增长水平。 

综上，发行人满足《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十

三条“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相

对优势地位的尚未在境外上市红筹企业”的条件。 

问题 8 

请发行人结合行业情况以及募集资金投向、固定资产更新计划、折旧计提

政策等因素分析盈利的持续性，补充披露上市当年净利润是否存在大幅下滑的

风险。请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 

答复： 

一、请发行人： 

（一）请发行人结合行业情况以及募集资金投向、固定资产更新计划、折

旧计提政策等因素分析盈利的持续性 
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公司的主营业务将总体保持增长的趋势，借助于技术研发优势和一体化优势，

逐步扩大产品和服务的市场占有率。可以预见，未来几年，下列因素决定了公司

具有持续盈利能力： 

1、中国半导体行业发展迎来历史性机遇 

根据 WSTS 统计，全球半导体行业 2018 年市场规模达到 4,688 亿美元，较

2017 年增长约 13.7%，智能手机与平板电脑为代表的新兴消费电子市场的扩张是

近年来全球半导体产业规模扩大的重要驱动因素。但是，半导体行业是一个周期

性较为明显的行业，自 2018 年第四季度以来，全球半导体行业进入新一轮下行

周期。受景气周期叠加贸易摩擦的影响，根据 WSTS 预测，2019 年世界半导体

预计市场规模为 4,068 亿美元，相较 2018 年下滑 13.3%。近年来，受到半导体行

业下游技术及市场迭代的加速，半导体行业的周期性预计会呈现出缩短的趋势。

根据 WSTS 最新数据，2019 年 7 月全球半导体销售额出现今年首度月环比上升，

半导体行业呈现自周期底部逐渐回稳的态势，有望在下游新兴科技产业的引领下

于 2020 年实现复苏并迎来下一轮快速发展。 

尽管我国本土半导体行业起步较晚，随着近年《国家集成电路产业发展推进

纲要》《中国制造 2025》《国家信息化发展战略纲要》等重要文件的出台，以

及社会各界对半导体行业的发展、产业链重构的日益重视，我国半导体行业正站

在国产化的起跑线上。在政策支持、市场拉动及资本推动等因素合力下，我国半

导体产业规模得到快速增长。2018 年，中国半导体产业产值达 6,532 亿元，比上

年增长 20.7%。同时，随着 5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR 等新一轮科技

逐渐走向产业化，未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，

逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观

经济环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上

升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。 

2、领先的技术研发优势和全产业链的一体化优势为公司持续成长奠定基础 

公司是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经

营能力的半导体企业。公司拥有丰富的产品线组合与先进的特色化制造工艺，能

够为客户提供多元优质的产品及工艺组合。经过多年发展，公司在半导体设计、
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晶圆制造、封装测试等领域均取得多项技术突破与经营成果，公司已成为中国本

土具有重要影响力的综合性半导体企业，覆盖了庞大且高粘性的客户基础。 

公司一直以来高度重视技术团队的建设与研发能力的提升。报告期内，公司

研发投入分别为 34,558.55 万元、44,742.09 万元、44,976.10 万元、21,688.67 万

元，占营业收入的比例分别为 7.86%、7.61%、7.17%、8.22%。在大力投入研发

的同时，公司也持续完善专利布局以充分保护核心技术，为业务开展及未来新业

务的拓展创造了坚实的基础。截至 2019 年 6 月 30 日，公司境内专利申请共计

2,428 项，境外专利申请共计 282 项；公司已获得授权的专利共计 1,325 项，包

括境内专利共计 1,173 项，境外专利共计 152 项。公司在主要的业务领域均掌握

了一系列具有自主知识产权的核心技术，大部分核心技术均为国内领先，其中沟

槽型 SBD 设计及工艺技术、光电耦合和传感系列芯片设计和制造技术及 BCD 工

艺技术国际领先。 

公司未来将继续加大研发力度，不断开发高附加值的新产品，以保证公司具

有持续盈利水平。 

3、募投项目的实施将进一步增强公司的核心竞争力 

本公司此次募集资金将用于 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目、前瞻

性技术和产品升级研发项目、产业并购及整合项目以及补充营运资金。上述募投

项目的实施，将提升公司在功率半导体及智能传感器领域的工艺水平，加快研发

成果产业化，与公司成为世界领先的功率半导体和智能传感器的战略目标相契合，

有利于公司积极响应下游应用领域对功率半导体元器件持续迭代升级的需求，为

公司提高市场份额、多元化公司的产品结构、扩大领先优势奠定发展基础。 

此外，募投项目中 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目的实施将导致固

定资产规模增加，但由于发行人目前原有生产线的折旧金额总体呈下降趋势，考

虑募投项目实施之后的折旧金额将不会产生较大幅度的增长，总体保持平稳。报

告期内，发行人主要生产线机器设备逐渐到达折旧年限。2017 年、2018 年、2019

年 1-6 月，因折旧年限到期而导致的成本下降分别为 5,129.50 万元、33,694.46

万元、6,194.99 万元，占当期营业成本的比例分别为 0.87%、5.89%、2.41%。因

此考虑募投项目实施之后的折旧金额将总体保持平稳。在实际效益未达预期的情



8-2-19 

 

况下，相关固定资产折旧费用的增加会对公司经营业绩带来一定影响，但预计不

会因此影响发行人盈利的持续性。 

同时，8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目将提升 BCD 工艺平台及

MEMS 工艺平台的技术能力及生产能力，报告期内上述平台均具有较高的盈利

能力。报告期内，BCD 工艺平台及 MEMS 工艺平台的毛利率水平及与制造与服

务板块毛利率对比如下： 

项目 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 

BCD 工艺平台 16.9% 26.0% 21.2% 10.6% 

MEMS 工艺平台 60.2% 65.9% 68.1% 66.3% 

制造与服务板块 15.2% 18.6% 16.3% 9.9% 

 

BCD 工艺平台及 MEMS 工艺平台在报告期内均具有较高的毛利率水平及较

强的盈利能力。募投项目 8 英寸高端传感器和功率半导体建设项目的实施将进一

步提升上述平台的技术能力及生产能力，具有良好的盈利前景。 

综上所述，本次募集资金投资项目的建设完成将有利于提升公司的产品制造

能力和技术创新能力，增强公司核心竞争力。随着市场规模的扩大和行业空间的

增长，公司通过规模优势、制造优势和产品优势，将进一步提高公司未来的盈利

能力，有助于公司在中长期内保持较高的盈利水平。 

 

4、固定资产更新计划及折旧计提政策 

公司属于半导体行业，行业及公司生产经营的业务特点决定了公司固定资产

中的产线设备更新快、金额大、比重高的特点。报告期内，公司的资本性支出主

要系产线设备更新维护等固定资产的支出。报告期内，公司购建固定资产、无形

资产和其他长期资产支付的现金分别为 42,912.25 万元、57,116.91 万元、54,442.40

万元、25,623.34 万元。截至本说明出具之日，公司未来可预见的重大资本性支

出主要为本次发行募集资金投资项目和产线设备投资，相关分析请见本题之“3、

募投项目的实施将进一步增强公司的核心竞争力”。 

报告期内，公司的折旧计提政策未发生重大变化，并且符合公司的实际经营
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情况及会计准则的规定。报告期内，发行人固定资产的当期折旧分别为 9.06 亿

元、13.09亿元、9.15亿元、3.58亿元，占当期营业收入比例分别为 20.62%、22.28%、

14.60%、13.54%，均超过 13%。报告期内，发行人主要生产线机器设备逐渐到

达折旧年限。 

预计未来，在现有生产经营计划等不发生重大改变并考虑到募集资金投资项

目的情况下，发行人折旧计提政策将保持稳定，主要生产线的折旧金额将总体保

持平稳。 

（二）补充披露上市当年净利润是否存在大幅下滑的风险。 

以下楷体加粗内容已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”

之“（五）业绩下滑风险”以及“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（二）

业绩下滑风险”中进行了补充披露。 

公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 264,002.40 万元，同比下降 16.86%，归属

于母公司所有者的净利润为 16,434.94 万元，同比下降 43.97%。公司产品及方案

板块、制造与服务板块均有所下滑，主要系受到春节因素及半导体行业景气度进

入周期底部的叠加影响，且公司选择在周期底部进行了比往年更大规模、时间更

长的产线年度检修。2019 年 1-9 月，经天职国际审阅但未经审计的公司营业收入

为 413,191.49万元，同比下降 15.56%。净利润为 35,460.95万元，同比下降 34.55%；

归属于母公司所有者的净利润为 26,970.71 万元，同比下降 40.23%。2019 年度，

公司营业收入预计为 565,000 万元至 580,000 万元，同比下降 9.90%至 7.51%。

净利润预计为 45,000万元至 48,000 万元，同比下降 16.29%至 10.71%；归属于

母公司所有者的净利润预计为 35,000 万元至 38,000 万元，同比下降 18.50%至

11.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 18,000 万元

至 20,000 万元，同比下降 44.13%至 37.92%。公司上市当年存在业绩下滑的风

险。 

公司未来盈利的实现受到半导体行业、公司管理经营等多种因素的影响，如

果未来上述因素发生不利变化，可能导致公司面临业绩下滑的风险。 
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二、请保荐机构和申报会计师发表核查意见 

（一）核查程序 

申报会计师主要履行了以下核查程序： 

1、查阅了相关行业研究报告； 

2、获取了本次募集资金投资项目的可行性研究报告； 

3、执行了 2019 年 1-9 月财务报表审阅程序，并出具了审阅报告； 

4、取得了发行人对 2019 年 10-12 月及 2019 年度的业绩预计情况； 

5、对公司管理层进行了访谈。 

（二）核查意见 

经核查，申报会计师认为： 

2019 年度，公司营业收入预计为 565,000 万元至 580,000 万元，同比下降 9.90%

至 7.51%。净利润预计为 45,000 万元至 48,000 万元，同比下降 16.29%至 10.71%；

归属于母公司所有者的净利润预计为 35,000 万元至 38,000 万元，同比下降 18.50%

至 11.51%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润预计为 18,000 万

元至 20,000 万元，同比下降 44.13%至 37.92%；因此，公司上市当年存在业绩下

滑的风险，并进行了相应的信息披露和风险提示，长期来看，公司盈利能力具有

持续性。 
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